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【手続補正書】
【提出日】平成29年11月9日(2017.11.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コア粒子と、
　前記コア粒子を被覆する第２の金属層と、
　前記第２の金属層に配置される微粒子と、
　前記第２の金属層と前記微粒子とを共に被覆する第１の金属層とを備える導電性粒子。
【請求項２】
　前記微粒子は、圧着される電極よりもビッカース硬度が高い請求項１に記載の導電性粒
子。
【請求項３】
　前記微粒子は、耐酸性を有する請求項１から２のいずれかに記載の導電性粒子。
【請求項４】
　前記第２の金属層は、延性のある金属によって形成されている請求項１から３のいずれ
かに記載の導電性粒子。
【請求項５】
　前記第２の金属層の厚みが、２ｎｍ～１２０ｎｍである請求項１から４のいずれかに記
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載の導電性粒子。
【請求項６】
　前記第１の金属層の厚みが、５ｎｍ～５００ｎｍである請求項１から５のいずれかに記
載の導電性粒子。
【請求項７】
　前記微粒子の粒径が、５０ｎｍ～５００ｎｍである請求項１から６のいずれかに記載の
導電性粒子。
【請求項８】
　前記第１の金属層が、ニッケル、パラジウム、又はニッケル若しくはパラジウムを主成
分とする合金である請求項１から７のいずれかに記載の導電性粒子。
【請求項９】
　前記第２の金属層が、銅又は銅を主成分とする合金である請求項１から８のいずれかに
記載の導電性粒子。
【請求項１０】
　前記微粒子が、酸化アルミニウム、酸化ケイ素、又は酸化チタンである請求項１から９
のいずれかに記載の導電性粒子。
【請求項１１】
　バインダー樹脂に請求項１から１０のいずれかに記載の導電性粒子が含有された導電性
接着剤。
【請求項１２】
　フィルム状である請求項１１に記載の導電性接着剤。
【請求項１３】
　回路基板に請求項１１から１２のいずれかに記載の導電性接着剤の硬化物を介して電子
部品が接続された、接続体。
【請求項１４】
　回路基板上に、請求項１１から１２のいずれかに記載の導電性接着剤を介して電子部品
を搭載し、
　前記電子部品の上から熱圧着ツールによって加熱押圧し、前記回路基板及び前記電子部
品の各電極間に前記導電性粒子が挟持された状態で前記バインダー樹脂を硬化させる工程
を有する、回路基板に電子部品が接続された接続体の製造方法。
【請求項１５】
　回路基板上に、請求項１１から１２のいずれかに記載の導電性接着剤を介して電子部品
を搭載し、
　前記電子部品の上から熱圧着ツールによって加熱押圧し、前記回路基板及び前記電子部
品の各電極間に前記導電性粒子が挟持された状態で前記バインダー樹脂を硬化させる工程
を有する、回路基板に電子部品を接続する接続方法。
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